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55 Test čistiacich roliek a vplyv na nanášanie spájkovacej 
pasty

Tomáš Kanálik, prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., Ing. Peter Šolc, Ing. Jakub Gera. 
Vlastník produktu: Magna. Katedra: KTE (Katedra technológií v elektronike).

V moderných technológiách povrchovej 

montáže SMT (Surface Mount 

Technology), kvalita čistenia stencilu, cez 

ktorý sa spájkovacia pasta tlačí na dosku 

plošných spojov, priamo ovplyvňuje 

presnosť a spoľahlivosť procesu. Má vplyv 

aj na plynulosť výroby vďaka minimalizácii 

nevyhnutných prerušení výrobnej linky.

V rámci tohto projektu sme sa zaoberali 

analýzou kvality a výkonnosti štyroch 

typov čistiacich roliek, ktoré má 

k dispozícii spoločnosť Magna.

Pri finálnom výbere typu rolky by sme 

upriamili dôraz taktiež na cenu týchto 

produktov, prípadne na dĺžku navinutého 

čistiaceho materiálu na jadre. 

• Otestovanie parametrov roliek 
praktickými experimentami.

• Nastavenie programu pre dávkovanie 
čistiaceho roztoku.

• Analýza údajov vyplývajúcich z SPI 
(Solder Paste Inspection).

• Vyhodnotenie, či príčinou defektov vo 
výrobe bolo nevhodné čistenie stencilu.

• Výber typov najvhodnejších roliek, pri 
ktorých bolo zaznamenaných najmenej 
chýb počas výroby a po prestojoch.
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